f i August 2, 2000 


Is pn=be 891258 

S7 1 PN-BE 891258 

?t s7/19/ 

7/19/1 

DIALOG (R) File 351 : DERWENT WPI 

(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv. 

003289178 

WPI Acc No: 1982-D7189E/198214 
Moulded integrated circuit encapsulation - has conductors and support 
formed from single sheet adaptable to different chips with spool to spool 
mfg. process 

Patent Assignee: WESTERN ELECTRIC CO INC (AMTT ) 
Number of Countries: 010 Number of Patents: 011 
Patent Family: 


Patent No 

Kind 

Date 

Applicat No 

Kind Date 

Week 

BE 891258 


19820316 



198214 


mm*. 

1982Q609 

GB 8135721 

A 19811126 

198223 

US 4331831 

A 

19820525 



198223 

DE 3146796 

A 

19820616 



198225 

NL 8105387 

A 

19820616 



198228 

SE 8106859 

A 

19820628 



198228 

FR 2495377 

A 

19820604 



198229 

JP 57117264 

A 

19820721 



198235 

CA 1168764 


19840605 



198427 



19840815 



198433 

IT 1139839 

B 

19860924 



198824 


Priority Applications (No Type Date) : US 80210776 A 19801128 
Patent Details: 

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes 
BE 891258 A 16 

Abstract (Basic) : BE 891258 A 

The encapsulation consists of a moulded body which encloses the 
chip, the front face of the chip carrying the electrodes. The 
conductive elements forming the external contacts and the connections 
to the chip are produced from a single piece. A second single piece 
conductor forms large area tongues of metal which are in contact with 
the rear face of the chip and are brought out to at least one external 
contact per tongue. The encapsulation is rectangular with extended 
corners which protect the external contact parts of the conductors. 

The two contacts either side of each corner are connected to the 
metal tongues which serve as heat sinks and mechanical support. The 
connectors and support can be produced from a single band of metal, 
connected to the chip and then moulded with a subsequent spool to spool 
trimming, cleaning, cropping and lead-forming operation and stacking in 
dispensers. The connector pattern is formed by a mask and chemical 
attack which can be easily changed to adapt to different chips. 

Abstract (Equivalent) : GB 2088635 B 

An encapsulation for a semiconductor integrated circuit chip, the - 
chip having a front and a back side, the front side having electrodes 
thereon, the encapsulation comprising a moulded body member enclosing 
the chip, first unitary lead members connected to respective ones of 
the said electrodes and having integral contact portions external to 
the body member and second unitary lead members integral with 
large-area tab members in contact with the back side of the chip. 
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ROYAUME DB BELG1QUE 



BREVET O'INVENTION 


N* 


NINtSTtRE DW AFFAJRCS tCONOUtQUCS 


891-258 

Clusll, lnl»rn«t. : //©Sit 
MU «n Uctur* l«: 


16 -03- 1982 


Le Mtntstre d«t Aflatet Economlque* 

Vu la hi du 24 max 1854 sur les brevets tftnvattion ; 
Vti la Convention cTUmon pour la Protection de la Proprilti Industrielle ; 
Vutcproch-vtrbal dress* le 26 BOVQmbre 19 81 * 14- A- 55 

a* Service de la PropriSte industrielle; 

ARRETE : 

Article 1. — // *sr <teW d la Ste dite : WESTERN ELECI?KIC COMPAM" 
INCCRPOR&fTED 

222 Broadway, New York, S.T. (Btats-Unis d'Amerique) , 
o repr. par les Bureaux Yander Haeghen a Bruxelles, 

un brevet at invention pcur : Encapsulation pOUT UH circuit ist egTe, 

qu'elle declare avoir fait I'objet d'une demande de "brevet 
deposee aux Efcaiffs-Unis d'toerique le 28 novembre 1980, 
u° 210.776 au uom de -A, J- Ingram, et I. Weingrod doat elle 
est I'ayant cause. 


Article 2. — Ce brevet lui est dfflvre sans exam en prialdble, d ses risques et 
perils, sans garantie sort de la reuditi, de la rwuveauti on du me/ire de Tirrvertwn. soil 
de X exactitude de ia description, it saiti pr^udicc da drs'a d& „':-'/-. 

Au present arrets demeurera joint un des doubles de la specification de tinverttion 
{mimoire descriptif et eventueUemenl dtssins) signes par timiressi et diposesa Fappui 
de sa demande de brevet. 

Bruxelles, le 15 decembre 19 81 

PAR DELEGATION SP£CIAIE: 
Le Dixrcffur 



L. SALPETEUR 


A. J.Iasram 1-2 Belgium DESCRIPTION 

B. 74 846 DS 

join-to & une demande de 

BREVET BELGE 

♦ 

d<$TJos<Se par la society dite: 


WESTERN ELECTRIC. COMPANY, INCORPORATED 


ayant pour objett Encapsulation pour un circuit integre 


Qualification proposes: BREVET D ' INVENTION 


• • • • • • 

La priaente invention concern* 1 * encapsulation d«a 

pucea d circuits int*gr6s & swaiconducteura. 

On encapsule les puces de seraiconductcurs & la 
fois pour la protection et pour la commodity de l'intercon- 
5 nexion des circuits des puces avec des bornes situfies sur 
des supports de montage tels que des cartes de circuit 
iropriiu6, L'encapsulation facilite 6galement le $est et lc 
montage autonatique de puces dans un dispositif . 11 existc 
une tr&s grande variitS de boltiers de puces de circuits 

10 intfegrSs, mais les types en mati^re plastique pcst-moul6e f 

^ non hermfitiques , tels que le boitier a double rangfie de con- 
nexions et le boitier du type porte-puce f prfesentent un 
interSt majeur. Des normes existent ou,sont en cours d* Ela- 
boration pour les boltiers de ces types, et* ces normes 

15 prescrivent les dimensions generales, les types de contacts 
externes et ^ecartement entre contacts. 

L'encapsulation de dispositifs a semiconducteurs 
constitue cependant une proportion considerable du coUt 
total d'un dispositif termine. Des efforts perraanents sont 

20 done consacr6s au dfrveloppement de bottlers et de techni- 
ques d 1 encapsulation qui reduisent le coCtt, assurent une 
fiabilit£ Slevee et conduisent £ une taille reduite. Les 
techniques automatisees de fabrication, de test et de monta- 
ge contribuent a diminuer le cout et a augmenter la fiabi- * 

25 lite. II est egalement souhaitable gu'une structure de boi- 
tier particuliere puisse recevoir, avec peu cu pas de chan- 
geraent, diverses puces de semiconducteurs differentes* Ceci 
a pour consequence de reduire au minimum le ncmbre total de 
tallies de boitier nScessaires pour xoutes les tallies de 
30 puces. 

Le brevet U.S. 4 132 856 decrit une encapsulation 
d'une puce de circuit integre a semicenducteuxs dans 
laquelie des conducteurs formes d : une seole piece sont con- 
nectes a des electrodes du cote avant de la puce et se ter- 
35 minent par des contacts exterieiESau corps d' encapsulation 
en matiere plastique moulee. Un element metallique separe 
est n€cessaire pour etablir un contact thermique avec le 
cote arriere de la puce et pour etablir un support mecanique 


avant la fortaation du corps en matiir* plaatiqu aoul< * Lmm 
Al&aents conducteurs peuvent *tre formAs & partlr d , un seul 
morcoau da feuille mAtallique, coram* une bande & Alfaenta 
poutres, mais la nteessitA d' employer 1' Aliment taAtallique 
5 s6par< complique 1* operation d' encapsulation ♦ 

Confortnfeent & l 1 invention » lc contact thenaique 
et, si on le dAsire, Alectrique avec la face arriire de la 
puce et le support mAcanique pendant la fabrication sont 4ta- 
blis par des Aliments conducteurs en one seule piece rAali- 

10 ses d'un seul tenant avec des languettes d*aire AlevAe qui 
sont en contact avec la face arriere de la puce. 

Cette forme d 1 encapsulation se prSte particuliire- 
raent bien a 1 'utilisation d'une bande & AlAmerits poutres 
passant d'une bobine k vine autre, du fait que tons les Ale- 

15 ments conducteurs et tcutes les languettes peuvent €tre for- 
mes partir d'une seule "feuille de mAtal* 

L 1 invention sera mieux comprise a la lecture de la 
description qui va suivre de modes de realisation et en se 
referant aux dessins annexes sur lesquels : 

20 ~ La figure 1 est une reprAsentaticn en perspective, 

partiellement arrachAe et en coupe, d'une encapsulation con- 
forme a 1' invention ; 

La figure 2 est une vue er\ plan d'im cadre de mon- 
tage unique forme dans une par tie d'une bande a elements 

25 poutres au cours de la fabrication de 1* encapsulation de la 
figure 1 ; 

La figure 3 est une vue de detail en perspective 
de l*extremite interieure de l'un des Elements poutres du 
cote avant de 1 'encapsulation de la figure 1 ; 
30 La figure 4 montre une variante du detail de la 

figure 3 ; et 

La figure 5 est une vue en perspective , partielle- 
ment arrachee et en coupe, montrant plusieurs encapsulations 
corformes a 1' invention a l'inter.ieur d'un xnagasin du type 
35 reglette. 

La figure 1 roontre, en perspective, un porte-puce 
qui consiste en un corps en matiere plastique post-moulee 10 
qui maintient en association les divers elements de l'encap- 


sulation et qui definit un profil de boltier convenant pour 
un equipement de manipulation du type a reglette. Le porte- 
puce est represents sous une forme partiellement arrachee et 
en coupe pour montrer la configuration des divers elements a 
5 l'interieur du corps en matiere plastique moulee 10, 

La puce de semiconducteur 11 est placee a I'inte- 
riear du corps 10. Sur le dessin, la face avant ou active de 
la puce se trouve du cote superieur et elle porte un ensemble 
d* Electrodes 15 consistant en zones de metal destinees a 
10 1 1 etablissement de connexions avec le circuit: integre a semi- 
conducteur ♦ 

L* interconnexion entre les electrodes 15 qui se 
trouvent sur la puce de semiconducteur 11 et les contacts 
extern es 13 s M effectue au moyen d* elements conducteurs 12. 

15 Sur la face avant de la puce, a l'interieur du boitier, les 
elements conducteurs 12 se terminent par des doigts 14 dont 
les bouts comprennent une sone destinee a. la fixation sur 
une electrode de puce 15, le terme "fixation" etant pris 
dans un sens qui englobe tous les moyens connus pour reali- 

20 ser une liaison conductrice, ces moyens comprenant, de fa^on 
noil limitative, la fixation par thermocoiapression, la fixa- 
tion thermosonore et ultrasoncre, la fixation par un adfresif 
conducteur et eutectique, le soudage avec une matiere fusi- 
ble, le brasage, et diverses formes de soudage par fusion. 

25 A V exterieur du corps 10, les elements conducteurs 12 se 
terminent par des contacts externes 13, connus de fagon a 
venir en contact avec des zones de bornes sur un circuit 
d' interconnexion, qui peut comprendre des elements ceramiques 
a couches epaisses et a couches minces et des cartes de cir- 

30 cult imprime rigides et flexibles. De tels contacts peuvent 
utiliser la'pression d'un ressort ou un certain mode de 
fixation, de soudage par fusion ou de soudage par une matiere 
fusible. Bien qu'ils soient representes dans ce mode de 
realisation sous la forme 'de pieds en L destines a etre mon- 

35 tes sur une surface, les conducteurs 12 et les contacts 13 
pourraient tout aussi bien etre adaptes a un autre type de 
connexion, eomme par exemple par insertion dans des trous 
dans une piece de montage. Selon une variants, les conduc- 


teurs 12 et les contacts excernes 13 peuvent etre courbes 
dans la direction opposee par rapport a l 1 orientation de la 
puce de semiconducteur. Ceci conduit a une connexion des 
electrodes 15 de la puce de semiconducteur 11 aire sones de 
5 bornes du circuit d 1 interconnexion qui est 1* image dans un 
miroir de la connexion precedente, sans changements pour la 
puce de semiconducteur . II est important de noter que che- 
que element conducteur 12 est un element continu unique 
s'etendant depuis le doigt 14 de la face avant jusqu'au con- 

10 tact externe 13. II n'y a pas de connexions intermediaires 
qui tendraient a augmenter le cout et a reduire la fiabilite, 

Quatre languettes 16, relativement grandes et en 
forme de palettes, viennent en contact avec la face inferieure 
ou arriere de" la puce de semiconducteur 11 , et ces languettes 

15 sont formees de facon similaire dans la bande a elements 

poutres. A son tour, che.que languette 16 est connectee a une 
paire d' elements conducteur s 17 se terminant par des contacts 
externes 18, et elle est realisee d'un seul tenant avec ces 
elements.. Les elements conducteurs 17 sont places aux extre- 

20 mites des rangees d' elements conducteurs 12. Les languettes 
16 procurent un support mecanique d ! aire elevee pour la puce 
de semiconducteur 11, ainsi qu'un contact thermique et un 
contact electrique avec celle-ci, si on le desire. De facon 
caracteristique, les languettes 16 sont fixees de maniere 

25 conductrice a la face arriere de la puce 11 et assurent la 
dissipation thermique a la fois par convection et conduction, 
et par l'etalement de la chaleur a l 1 inter ieur de la puce de 
semiconducteur en silicium. 

On peut egalement concevoir d*autres configurations 

30 de contacts de face arriere formees d'un seul tenant a partir 
du cadre de montage. Le nombre, la forme et la disposition 
des languettes 16 peuvent differer de ceux representes. A 
titre d 1 exemple, une autre configuration peut comporter deux 
languettes disposees de facon centrale sur des cotes opposes 

35 de la puce, au lieu de se trouver dans les coins* On peut 
employer de facon similaire des configurations tres diverses 
d' elements conducteurs pour les languettes. 

Des caracteristiques supplemental es de la structure 


porte-puce de la figure 1 ressortiront de la maniere selon 
laquelle 1 'encapsulation est realisee. En particulier, la 
structure unitaire de chaque conducteur de con < tact"' c '12 pour 
les contacts de la face avant et de chaque conducteur de 
5 contact 17 pour les contacts de la fase arriere decoule de 
la maniere selon laquelle le cadre de montage est £ abriqufe 
et assemble. La figure 2 montre une partie 20 d'une bande a 
elements poutres, d'un type con^u de fagon a etre deplace 
entre deux bobines, avec un positionnenient precis a des pos- 

10 tes de travail, Dans ce but, la bande est munie de trous 
d'entralnement 22. Le trou triangulaire 31 est une marque 
d' identification et d' orientation. La bande 21 consiste de 
fagon caracteristique en une f euille de cuivre doree ayant 
une 6paisseur caracteristique d ! environ 0,1 mm. 

15 Selon une variante, la f euille de cuivre peut 

avoir une autre epaisseur et elle peut etre revetue a^ec 
d'autres roetaux, comme I'etain, ou elle peut ne pas etre 
revetue. De fagon similaire, on peut utiliser d'autres 
metaux conducteurs, comme 1 r aluminium et des alliages fer- 

20 reux appropries, a la place de la feuille de cuivre. 

La figure 2 montre la partie 20 de la bande a 
laquelle on a donne une forme definissant le cadre de monta- 
ge, et qui a ete assemblee , par fixation, a une puce de 
semiconducteur 23. Plusieurs etapes de fabrication sont 

25 intercalees entre la realisation de la bande a elements 
poutres et 1 'obtention-de la structure representee sur la 
figure 2. On forme tout d'abord sur la bande un masque 
resistant a 1'attaque pour definir une configuration parti* 
culiere du cadre de montage. Le masque deficit les divers 

30 elements conducteurs de contact 24 de la face avant et les 
elements' conducteurs de contact 26 qui sont relies aux lan- 
guettes de contact 27 de la face arriere* Les languettes de 
contact 27 de la face arriere sont egalement definies dans 
la bande, dans les vides 30 qui se trouvent dans les coins 

35 de la configuration du cadre de montage. Ainsi, le cadre de 
montage est defini dans la bande dans un seul plan et il 
cornprend le xeseau d 1 elements conducteurs 24 qui se terroi- 
nent par les contacts de la face avar.t, les elements, conduc- 
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teurs 25 qui sont inutilisSs et les elements c nducteurs 26 
qui se terminent par les languettes 27 de la face arriere. 

Comme le montre la figure 2, l'aire de contact 
entre chacune des languettes de la face arriere, 27, et la 
5 face arriere de la puce 23 represente environ 2055 de I'aire 
de la face arriere, soit 8095 pour 1' ensemble des Quatre 
languettes 27. 

On va maintenant passer a la figure 3 sur laquelle 
la partie d'extreraite 41 d'un conducteur de contact de face 

10 avant, 24, de la figure 2 est representee retournee pour 
montrer le plot de fixation 43 au bout du conducteur, et la 
partie adjacente 42 de section transversale reduite. Cette 
configuration de la zone de fixation et de la partie de 
section transversale reduite est egalement formee au moyen 

15 d'une operation specialisee de masquage et d'attaque. La 
partie adjacente 42 de section transversale reduite assure 
la liberation des contraintes induites par voie thermique 
afin d'eviter des ruptures de fixation au niveau du contact 
sur la puce de semiconducteur. 

20 - La "figure 4 represente une autre configuration 

pour la partie d'extremite 51 du conducteur de contact de 
face avant. Dans cette configuration, il est avantageux de # 
former sur la puce de semiconducteur une electrode surelevee 
sur laquelle la zone 53 du conducteur est fixee. La libera- 

25 tion des contraintes est assuree par une partie 52 adjacente 
a la zone de fixation 53, avec une section transversale 
reduite pour la "partie 52 comme pour la zone de fixation 53. 

Une fois que le cadre de montage est forme dans la 
bande a elements poutres, il peut etre revetu en tctalite ou 

30 en partie- avec une ou plusieurs couches minces de metal. On 
positionne ensuite le cadre de montage en contact avec une 
puce de semiconducteur 23, avec les bouts des elements con- 
ducteurs de contact de la face avant, 24, sur les electrodes 
23 de la puce de semiconducteur* On applique ensuite un 

35 outil pour fixer les plots de fixation 43 aux electrodes 28 
de la puce. Le cadre de montage represente sur la figure 2 
comprend un reseau standard de quatorze elements conducteurs 
sur chacun des quatre cotes, ce qui fait un total de 56- 
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* 
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Cecl corr spond A une configuration particulier* dans uno 
faanille de cadres do montage de taille et de ITorae simil*!- 
rc$. Comme il est represent* ? les il*raents conducteurs 
d 'extrtaitS 26, au norabre de huit au total, scant utilises 
5 pour^rfcallser des contacts externes pour les ianguettes d© 
contract de la face arriere, 27. Les conducteurs de contact 
restants de la face avant sont disponibles pour connecter 
des Electrodes de la puce de semiconducteur a des circuits 
e^cternes. Cependant, tous les conducteurs ne sont pas 

10 n^cessairement utilises dans une structure particuliere de 
puce de semiconducteur, et e'est par exemple 2.e cas du con-* 
d\icteur 25. Toutes les parties de conducteur dormant les 
contacts externes sont fabriquees et conservees a l'int6~ 
rieur du corps moulfi afin d'ajneliorer la resistance mficani- 

15 que et I'uniformite du boltier. Les Elements inutilisfis, 

comme le conducteur 25>peuvent etre supprimes ulterieurejnent , 
en fonction de necessity particulieres de la conception* La 
lan suet te 32 f ormee sur un conducteur 24 particulier assure 
1 * identification. 

20 " "~ On voit que e'est ici que reside la souplesse de 

conception de cette configuration de cadre de montage. De 
simples changements de la conception du masque d f attaque per- 
mettent de produire une variete de configurations d' elements 
Conducteurs, ce qui permet d* accepter une graride variete de 

25 configurations d 1 electrodes sur la face avanr de la puce de 
semiconducteur 23. Les elements conducteurs 24 des contacts 
de la face avant peuvent avoir diverses configurations aux 
extr&nites des conducteurs de la face avant et diverses 
extremites de conducteurs peuvent etre supprimees pour 

30 s 'adapter *a diverses configurations d'electrodes 28 sur la 
surface avant de la puce. Si on le desire, on peut egalement 
modifier la forme ou 1 1 emplacement des languettes de contact 
27 de la face arriere, ou les supprimer partiel lenient , comme 
decrit precedemraent. Seloh une variante, on peut supprimer 

35 certaines des languettes de contact 27 de la face arriere, 
et on peut utiliser leurs conducteurs respectifs 26 pour la 
connexion a des electrodes 28 de la puce de semiconducteur. 

Une fois que les conducteurs de contact de la face 
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avsntt 24» ont 4t6 fixis aux Electrodes 28 su* 1* pvc« d* 

semiconducteur 23, on bobine la bande» en employment avanta- 
geusement une piice intercalslre qui fait en sorte que lea^ 
puces de semiconducteur soient suspendues par les conduc- 
5 teurs fix6s et soient done disponibles pour le nettoyage ou . 
un autre traitement* Ainsi, par exemple, on peut souinettre 
la bobine complete & un traitement' d» ensemble consistent en 
une immersion dans un bain de nettcyage ou un traitement 
dans un four d'^tuvage. 

10 La bande est ensuite amenee & un autre poste de 

travail et les languettes 27 de la face arriere sont 
pli£es a 180° pour les placer dans 1 ' orientation indiqufee 
par des traits partielleraent en pointings sur la figuxe 2* 
On accomplit' cette operation a I'aide d'un outillage dest±n£ 

15 & plier les languettes dans la zone 29, de sianiexe a £tablir 
un dSgagement qui est de fagon general e egal a l^paisseux 
de'la puce de semiconducteur 23. Ainsi, les languettes de 
contact 27 de la face arriere etablissent un contact prata- 
quement.plan avec la surface arriere de la puce de semicon- 

20 ducteur, 

Les languettes de contact 27 de la race arriere 
peuvent €tre fixees de maniere conductrice par I'un queleon- 
que des divers moyens designes precedeznment par le terme 
"fixation", pour etablir un contact electrique ou therroique 
25 entre les languettes et la puce. Si on utilise de la matiere 
epoxyde conductrice, on la fait habituellement durcir dans 
un four. Comme on l'a indique precedemment , 1 'interconnescion 
de type thermique ou electrique, ou des deux types, avec les 
languettes de contact 27 de la face arriere est realisee 
30 final ement au moyen des elements conducteurs 26- 

Ensuite, la partie de bande 20 qui demeure un ele- 
ment d'une bobine, avec des contacts etablis sur l'avant 
comme sur 1 'arriere de la puce de semiconducteur, de la 
maniere decrite ci-dessus, est introduite dans un inoule dans 
35 lequel on forme le corps en matiere plasticue moulee 10* 
represents sur la figure 1. Dans certains cas, ±1 peut etre 
avantageux d'appliquer un revetement protecteur sur la srur- 
= ^tivA de la Duce de semiconducteur, avant 1* operation 


de mcul«$e + C revfctement peut conslstftr en une aatiire 

£pousant la forme de son subs t rat, oonano un caoutchouc aux 
silicones approprii qui se vulcanise & la temperature ambian- 
te. 

S Dans un exeraple particulier, le corps lO est; moulfe 

par injection en utillsant une matiere thermoplastrique telljs 
que le Ryton BR06-A. Le Ryton est une marque de la Tirme 
Phillips Petroleum Corp, Une matiere thermoplastique ne 
nicessito g6n£ralement pas une pSriode de durclssement aprds 

10 moulage, et 1* operation de moulage peut Stre accomplie en une 
durSe de l'ordre de quelques secondes, soit de fa^on caract&- 
ristique d 1 environ six k vingt secondes, 

Le corps 10 raoul<§ par injection peut, Stre formS 
simultanSroent- a plusieurs emplacements de la.-t>ande et l'appa- 

15 reil de moulage peut recevoir plus d'une bande. Ensuite, dans 
un autre traitement de bobine a bobine, on Sbavure les *bo£tiexs 
pour enlever la matiere de moulage en exc£s et on les nelrtoie 
Enfin, dans un autre traitement de bobine k bobine, on sectiacme 
la bande* pour en separer chaque boStier moule, et on effec- 

20 tue Xa mise en forme et la finition des conduct eurs externes. 
On'introduit ensuite automati quem en t les bottlers individuels, 
avec une orientation uniforme, dans un magasin du "type 
reglette* Une caracteristique des operations de sectionnement:, 
de finition et de pliage consiste en ce qu'elles sent accotn- 

25 plies apres l f operation de moulage du bottler. II existe done 
automat iquement un support mecanique pour la structure de 
cadre de montage pendant ces operations. On evite ainsi 1 'uti- 
lisation de dispositifs de maintien speciaux ou d'autres 
supports pour eviter le gauchissement ou la deformation de la 

30 structure "de cadre de montage pendant les operations de tra- 
vail du metal. 

En se reportait a la figure 5, on voit une partie 
61 d*un magasin du type reglette qui contient plusieurs bot- 
tlers 62, 63, 64. Les corps en matiere plastique de chacun 

35 des boltiers 62, 63, 64 portent sur les rails internes 66-67, 
72-73, 74-75* Ces rails assurent la- suspension des bol tiers 
dans la reglette de telle maniere que les conducteurs exter- 
nes 71 ne viennent en contact avec aucune des surfaces inter- 
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nes de la rtglett - La configuration do suspension par rail© 
itablit 6galement un digagement tout autour du bottler da 
fa$on que les dSbris pr6sents A l'intirieur de la r*«lette 
ne gin en t pas le mouvexnant des Poitiers, Les coins 69 des 
5 boltiars moul*s s'4tendent au-deli des conducteurs extonifts 
71 at font en sorte que les conducteurs d*un boltier xie 
viennent pas en contact avec ceux d'un boltier adjacent ou 
avec les rails latferaux 72*73* 

II est tres avantageux de manlpuler les bol-tiers 

10 lorsqu'ils sont charges dans des rfeglettes k partir 

desquelles ils peuvent Stre distribu£s et dans lesquelles 
ils peuvent Stre r6introduits au cours de diver ses operations 
de test* de vieillisseraent , ou autres, 

II va de sci que de norabreuses modifications 

15 peuvent Stre apportdes au dispositif decrit et represent** 
sans sortir du cadre de 1* invention. 


REVENDICATIONS 

1, Encapsulation pour une puce de circuit int€gre 
a semiconducteur (11, 23), la puce comportant une face avant 
et une lace arriere, la face avant portant des electrodes 

5 (15, 28), et 1' encapsulation comprenant un corps moule (10) 
qui enferme la puce, et des premiers elements conducteurs en 
une seule piece (12, 24) qui sont connectes a des electrodes 
(14, 28) respect ives et qui compcrtent des parties de con- 
tact (13) d f un seul tenant, a l'exterieur du corps (10), 
10 caracterisee en ce qu'elle comporte des seconds elements 
conducteurs en une seule piece (17, 26), realises d'un seul 
tenant avec des languettes . (16, 27) d'aire elev€e qui sont 
en contact avec la face arriere de la puce (11, 23). 

2, Encapsulation selon la r even die at ion 1, carac- 
15 teris6e en ce que les seconds elements conducteurs en une 

seule piece (17) coraportent au moins une partie de contact 
(18) realisee d'un seul tenant a I'exterieur du corps (10), 
pour chacune des languettes (16, 23). 

3, Encapsulation selon I'une quelconque des reven- 
20 dications 1 ou 2, dans laquelle le corps (10) a un contour 

de forme generale rectangulaire, lorsqu'il est vue en plan, 
caracterisee en ce que les coins (19, 69) du corps (10) font 
saillie a partir du corps de facon a proteger les parties 
de contact externes (13, 18) des elements conducteurs. 
25 4. Encapsulation selon la revendication 3, carac- 

terisee en ce que la paire de parties de contact externes 
(18) qui est adjacente a chaque coin est formee d'un seul 
tenant avec l*une respective des languettes (16, 27). 

5. Encapsulation selon I'une quelconque des reven- 
30 dications 1 a 4, caracterisee en ce que les premier et 

second elements conducteurs (12, 17, 24, 26) et les languet- 
tes (16, 27) sont tous formes a partir d'une seule feuille 
de metal (20). 

6. Encapsulation pour un circuit integre, telle 
35 que decrite ci-dessus et representee aux dessins annexes • 
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